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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成24年10月11日(2012.10.11)

【公開番号】特開2012-4464(P2012-4464A)
【公開日】平成24年1月5日(2012.1.5)
【年通号数】公開・登録公報2012-001
【出願番号】特願2010-139998(P2010-139998)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/60     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  25/065    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  25/07     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  25/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/60    ３０１Ｄ
   Ｈ０１Ｌ  21/60    ３０１Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  25/08    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成24年8月21日(2012.8.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項４】
　前記第１半導体素子の前記第１電極が設けられる側の主面に積層された第２半導体素子
をさらに備え、
　前記第２電極は、前記第２半導体素子に電気的に接続され、
　前記ワイヤは、前記第１電極の上方と、前記第２電極の上方と、の間において、前記第
１半導体素子の主面及び前記第２半導体素子の主面に対して実質的に平行であることを特
徴とする請求項１～３のいずれか１つに記載の半導体装置。
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